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PRESSEINFORMATION

Fraunhofer FEP stellt neue Vakuumbeschichtungs-
verfahren auf der SVC TechCon 2013 in den USA vor

Vom 22. - 24. April 2013 stellt das Fraunhofer FEP auf der internationalen
Leitmesse SVC TechCon 2013 neue Entwicklungen in der Vakuumbeschichtung
vor.

Das Fraunhofer-Institut fir Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP prasentiert vom
22.-24. April 2013 in Providence, Rhode Island, USA, neue und hocheffiziente Ver-
fahren zur Beschichtung groBer Flachen wie das arcPECVD (Hohlkathoden-Bogen-
PECVD-Prozess), die plasmaaktivierte Hochrate-Bedampfung mit dem Dualtiegel und
das Sputtern von Indium-freien transparenten, leitfahigen Schichten. Alle drei Techno-
logien sind tauglich fur die industrielle Nutzung.

Das Fraunhofer FEP hat in den letzten Jahren die Abscheidung von Niob-dotierten
Titandioxid-Schichten als Indium-freie Alternative fUr transparente, leitfahige Elektroden
zu einem industrietauglichen, kosteneffizienten Prozess weiterentwickelt. Die Glasver-
edelung kann damit auf groBen Flachen in einem stabilen und reproduzierbaren
Verfahren durchgefiihrt werden. Dr. Manuela Junghahnel, Senior Scientist und Expertin
flr TCO-Beschichtungen am Fraunhofer FEP, wird in ihrem Vortrag am 22. April die
Eigenschaften der Niob-dotierten Titandioxid-Schichten und das neue Glasveredelungs-
verfahren prasentieren.

Des Weiteren hat das Fraunhofer FEP mit dem arcPECVD-Prozess einen Rolle-zu-Rolle-
Niederdruckprozess mit sehr hohen Beschichtungsraten entwickelt, der sich aufgrund
des niedrigen Arbeitsdruckes problemlos mit anderen Vakuumverfahren in einer
Beschichtungsanlage kombinieren lasst. Bei einer sehr guten Produktivitat von Uber
2000 nm-m/min kénnen damit in einem einzelnen Vakuumdurchlauf beispielsweise
Barriereschichtstapel mit extrem guter Barrierefunktion aufgebracht werden. Aber auch
andere Schichten, wie siliziumhaltige Zwischenschichten zur Verringerung der Schicht-
spannung bei optischen Schichtstapeln wurden bereits realisiert. In seinem Vortrag stellt
Dr. Steffen Gunther, Spezialist fir PECVD-Prozesse am Fraunhofer FEP, am 24. April den
arcPECVD-Prozess im Detail vor.
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fahren zu entwickeln, mit dem beispielsweise relativ dicke Schichten aus hochschmel-
zenden Materialien (z. B. Titandioxid) 6konomisch aufgebracht werden kénnen. Dr.
Bert Scheffel, Wissenschaftler am Fraunhofer FEP, geht in seinem Vortrag am 22. April
genauer auf die Vorzige der Technologie ein.

Die Wissenschaftler stehen vom 23.-24. April 2013 auf dem Messestand Nr. 220 des
Fraunhofer FEP fUr Fragen zur Verfligung. AuBerdem finden Interessenten am Messe-
stand Informationen und Ausstellungsstlicke zu weiteren Oberflachenveredelungsver-
fahren des Fraunhofer FEP.

Weitere Informationen finden Sie unter:
2 www.fep. fraunhofter.de/de/veranstaltungen/svc_2013.html
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